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[Table_Summary] 
投资要点 

◼ ASIC 业务模式下需要服务商具备什么能力？1）IP 设计能力：定制芯
片主要包含四部分 IP，计算、存储、网络 I/O 及封装，服务提供商不涉
及计算部分架构设计，只提供相应设计流程及性能优化。博通、Marvell

针对这四部分均有较全面的布局，均能提供存储、网络 I/O、封装的完
整 IP 解决方案，国内芯原针对处理器 IP 有较深技术积累，其他部分如
先进封装 Chiplet 等正在积极布局。其中 SerDes IP 对大规模芯片互连极
其重要，国外厂商达到 224G 速率及以上，国内多数厂商已具备 112G 技
术实力。2）SoC 设计能力：服务商还应具备整芯片集成能力，博通、
Marvell、AIChip 等具完整 SoC 设计能力，博通与谷歌、Meta 合作，
Marvell 联手亚马逊，二者占 ASIC 市场份额超 60%，其中博通市占率
55-60%、Marvell 为 13-15%。目前 Marvell 锁定亚马逊 Trainium2 产能，
凭 3nm 设计技术及先进封装将继续开发 Trainium3。 

◼ 28 年定制芯片市场规模将达 554 亿美元，博通、Marvell 指引均高增。
博通预计，到 2027 年其三家大客户的数据中心相关 XPU 与网络市场总
规模达 600-900 亿美元，且客户将部署百万卡集群。Marvell 预测，2028

年全球数据中心资本开支超 1 万亿美元，其中 AI 加速算力相关规模
3490 亿美元，XPU 及附件投资 2210 亿美元，ASIC 市场规模由此上调
至 554 亿美元（定制 XPU 408 亿，23-28 年 CAGR 47%；附件 146 亿，
CAGR 90%），23-28 年 CAGR 53%。 

◼ AI ASIC 景气度高涨，博通、Marvell 业绩持续兑现。拆分博通、Marvell

营收及毛利率与翱捷科技、芯原股份、AIChip、GUC 毛利率发现，1）
定制业务景气度持续高增但毛利率或承压。博通 FY25Q2 AI 业务收入
超 44 亿美元，同比+46%，定制加速器两位数增长；Marvell FY26Q1 数
据中心营收 14.41 亿美元，占比 76%，同比+76%，主要系 AI 定制芯片
放量。随着 AIChip、GUC 等厂商加入 AI 定制芯片竞争，定制业务毛利
率或将承压。2）博通、Marvell 代表 AI ASIC 放量稳态毛利率水平，国
产逐步入局 AI ASIC，未来毛利率提升空间广阔。翱捷科技定制业务毛
利率约 40%，芯原股份定制业务毛利率约 15%，AIChip 毛利率 20%左
右，GUC 毛利率约 32%，而博通、Marvell 因自研 IP 全、技术强且高毛
利产品支撑，含 XPU 业务毛利率约 60%。随着国内厂商逐渐布局 AI 

ASIC，定制业务毛利率水平将有望大幅增长。 

◼ 投资建议：推荐芯原股份、寒武纪、海光信息（与计算机组共同覆盖），
建议关注翱捷科技、中兴通讯等。 

◼ 风险提示：大厂 CapEx 投入不及预期，技术发展不及预期，客户需求不
及预期。  

 

表 1：重点公司估值 
 

代码 公司 
总市值

（亿元） 

收盘价

（元） 

EPS PE 
投资评级 

2024A 2025E 2026E 2024A 2025E 2026E 

688521 芯原股份 535.60 101.88 -1.14 -0.19 0.39 -89.14 -536.21 261.23 买入 

688256 寒武纪-U 2,904.77 694.34 -1.08 3.15 5.30 -642.17 220.43 131.01 买入 

688041 海光信息 3,192.25 137.34 0.83 1.25 1.87 165.32 109.87 73.44 买入 
  

数据来源：各公司公告，东吴证券研究所预测 
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1.   ASIC 业务模式下需要服务商具备什么能力？ 

ASIC 行业涵盖芯片设计、制造、封测环节，目前主要由海外 CSP 厂主导。半导体

产业链目前已形成垂直分工化的格局，上游材料、设备壁垒较高，中游包含芯片设计、

晶圆代工、封装测试，对应的成品芯片应用于下游各个领域。ASIC 是一种为了专门目

的或者算法而专门定制的芯片，位于半导体中游制造环节，又细分为芯片设计、晶圆代

工、封装测试等环节。ASIC 设计服务是向客户提供平台化的芯片定制方案，并可以接

受委托完成从芯片设计到晶圆制造、封装和测试的全部或部分服务环节，充分利用半导

体 IP 资源和芯片研发能力，满足不同客户的芯片定制需求，帮助客户降低设计风险，缩

短设计周期。ASIC 相较于通用芯片，卸载了通用芯片不必要的逻辑单元，根据特定的

应用需求进行优化，减小芯片的面积，以实现数据处理速度，能耗，计算效率的平衡。

ASIC 芯片目前主要由海外互联网大厂主导，云厂商自研芯片时，通常会选择博通、

Marvell、AIChip、联发科等厂商合作设计芯片，再通过台积电等代工厂完成芯片制造，

目前博通客户量产节奏领先。 

图1：半导体产业链梳理 

 

数据来源：新研智创，东吴证券研究所 

在 ASIC 所含环节中，制造与封测由服务商交给代工厂与封测厂完成，服务商主要
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与客户协同合作完成芯片设计。在芯片设计环节，分为前、后端两大部分，前端主要做

逻辑设计，后端做物理设计，前端架构设计包含 IP 模块及 SoC 架构设计。ASIC 服务商

通过自研 IP 提升自身竞争力，同时通过自研 IP+外购 IP 来完善 SoC 整芯片的设计能力。

代工与封测则体现为服务商与下游厂商的协同能力。 

IP 分类：芯片 IP 可以按照关键功能进行分类，包括处理器 IP、接口 IP、其他物理

IP、其他数字 IP。其中处理器 IP 是半导体 IP 中最大市场规模的子类，主要涵盖 CPU、

GPU、NPU、VPU、DSP、ISP 等 6 类产品；接口 IP 是 SoC 的基本功能模块之一，品类

较多，主要包括 SerDes、USB、DDR、PCIe、MIPI、SATA 等，其他物理 IP 则包含了通

用模拟 IP、数模混合 IP、eNVM IP、内存编译器 IP、射频 IP 等类别。 

图2：SoC 芯片各部分 IP 情况 

 

数据来源：AIChip，东吴证券研究所 

 

1.1.   IP 设计：拥有高速 SerDes、HBM、先进封装等 IP 具备较强竞争力 

区别于 ASIC 服务商，IP 授权商针对部分 IP 具有较强实力。IP 产品可分为 CPU、

内存 IP、接口 IP、GPU 等类别，ARM、新思科技、Cadence 等 IP 授权商均会布局各类

型 IP，其中 ARM 在处理器 IP 领域占据主要份额，在 CPU、GPU、NPU 领域具有较强

竞争力，新思科技、Cadence 则主要加强接口 IP、内存 IP、SoC 等设计能力，ASIC 服

务商不干涉客户处理器架构设计，其余 IP 则会通过自研或外购来帮助客户进行完整芯

片设计。IP 授权商通过将 IP 模块授权给客户自主进行整芯片设计，ASIC 服务商业务模

式则不同，与客户合作进行芯片设计，并利用自身与下游晶圆代工厂、封测厂合作优势，
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帮助客户进行流片量产，提供芯片服务整套流程。 

图3：ARM IP 布局情况 

 

数据来源：ARM，东吴证券研究所 

 

图4：Cadence 与 Synopsys IP 布局情况 

 

数据来源：公司官网，东吴证券研究所 
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在 IP 设计能力上，对比国内外 ASIC 服务商，博通与 Marvell 经过多年发展已具

备完整的设计 IP 体系。国内芯原股份在处理器 IP 与物理 IP 上有较深积累，但高速

SerDes IP 依靠与 Alphawave 合作提供。随着数据中心对网络通信速度和性能需求的不

断提升，高速接口技术也迎来关键发展时期，这其中最为关键的是高速 SerDes 接口 IP，

也成为 ASIC 服务商研发重点与竞争壁垒，高速接口能力决定服务商对芯片横向拓展与

纵向拓展能力，在未来百万卡规模集群中具备重要作用，越来越多的云厂商也开始计划

部署百万卡集群。在高速 SerDes IP 方面，国内较国外仍有一定差距。 

博通具备完整的 ASIC 设计 IP 体系，提供网络 I/O、内存、封装一系列解决方案与

架构。博通作为 ASIC 行业龙头从 2013 年开始与谷歌合作研发 TPU 至今具备深厚的技

术积累，形成了大量成体系的高性能计算/互连 IP 核等相关技术。除了传统的 CPU/DSP 

IP 核外，博通还具有交换、互连接口、存储接口等关键 IP 核，这些成体系的 IP 核可以

帮助博通降低 ASIC/DSA 产品成本和研发周期，特别是降低不同 IP 核联合使用的设计

风险。高速 SerDes 方面，博通自研拥有 200G PAM4 SerDes。 

图5：博通定制技术能力与 IP 核 

 

数据来源：博通，东吴证券研究所 

对于博通而言，在 XPU 计算部分，其架构由其客户决定，博通会提供相应的设计

流程和性能优化技术，同时在网络 I/O、内存、封装等提供完整解决方案及相应设计 IP。 

图6：博通在 XPU 中所提供的 IP 

 

数据来源：博通，东吴证券研究所 
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Marvell 定制芯片业务提供的服务与博通类似，提供完整从网络接口、内存到封装

解决方案。Marvell 广泛的 IP 产品组合涵盖计算、嵌入式存储器、高速 SerDes、网络、

安全和存储等领域。Marvell 的 ASIC 产品不仅能为客户提供领先的互连和片上存储 IP

核，还能整合自身产品组合的各种组件，使客户能够通过片上或封装内集成的方式，在

其设计中利用 Marvell 独特且经过验证的 SoC 和网络 IP 核。高速 SerDes 方面，Marvell

在 2025 年 4 月 1 日-3 日的 OFC 2025 大会上展示已实现 400G PAM4 光 SerDes，电

SerDes 速率已达 224G。 

图7：Marvell 定制芯片业务 IP 布局情况  图8：Marvell SerDes IP 发展 

 

 

 

数据来源：Marvell，东吴证券研究所  数据来源：Marvell，东吴证券研究所 

芯原股份专注处理器 IP 设计，高速 SerDes 等 IP 依靠 Alphawave 授权。芯原股份

作为我国 IP 授权领域龙头企业，主要提供各类处理器 IP（GPU、NPU、VPU、DSP、ISP

等）、数模混合 IP 及射频 IP，其一站式定制芯片业务是根据客户需求，使用自有 IP 或

购买其他 IP 通过设计、实现、验证，转换为可以制造的芯片版图，并委托晶圆代工及封

测，最终将芯片样品交由客户验证。相较于博通、Marvell 的协助设计，公司直接根据客

户需求提供一整套服务，公司更擅长处理器 IP 设计，尤其是 GPU IP 领域，但自有 IP 中

不含 CPU IP，高速接口类 IP 技术由 Alphawave 授权提供。 

芯潮流作为 Alphawave 相关 SerDes IP 主经销商，在公司与 Alphawave 合作框架协

议期限内，从 2022 年起代替 Alphawave 作为公司交易对手方，向公司授权相关 SerDes 

IP，Alphawave 目前已具备 224G SerDes IP 技术实力。 

图9：芯原股份业务情况  图10：Alphawave 硅 IP 布局情况 

 

 

 

数据来源：公司公告，东吴证券研究所  数据来源：公司官网，东吴证券研究所 

国外厂商 SerDes IP 速率进展到 224G 以上，国内已具备 112G SerDes IP 实力。在
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数据中心应用场景上，SerDes IP 对速率要求较高，目前国外厂商普遍专注 224G 及以上

速率研发，国内竞争格局尚不稳定，多数厂商也纷纷开始布局高速 SerDes，布局高速

Serdes 相关 IP 的独立厂商有晟联科、芯潮流、集益威、芯原股份、合见工软、芯耀辉等，

国内厂商产品的稳定性以及品类和国际领先厂商相比仍存在一定差距，目前集中在

112G 速率。 

图11：国内各公司 SerDes IP 布局情况 

 

数据来源：与非网，东吴证券研究所 

 

1.2.   SoC 设计：博通、Marvell 已为客户开发多代产品 

博通、Marvell、AIChip 等均具备完整 SoC 设计能力，现有的 AI ASIC 项目归属

可以体现出海外 CSP 厂商对其能力的认可度。博通与谷歌合作开发 TPU 系列芯片，与

Meta 合作三代开发 MTIA 芯片，Marvell 主要与大客户亚马逊开发 Trainium 系列芯片，

另外 AIChip、GUC、联发科等厂商也参与竞争，但份额占比较小。 

博通与 Marvell 占 ASIC 市场份额超 60%。目前主要的 ASIC 芯片合作商有博通、

Marvell、AIChip、GUC、联发科等，据与非网数据，博通与 Marvell 两家占 ASIC 市场

超 60%份额，博通占比为 55-60%，Marvell 占比 13-15%。与 AIChip、博通和 Marvell 相

比，联发科涉足 AI ASIC 行业的起点稍晚，但其服务费用更低，执行能力出色，且具备

SerDes IP 能力，将与谷歌合作开发 TPUv7e。博通与谷歌深度合作超 10 年，共发布 6 代

产品以及研发新一代 TPUv7p。 

Marvell 锁定亚马逊 Trainium2 项目产能并继续合作开发下一代产品。亚马逊

Trainium1 与 Inferentia2 芯片此前由 AIChip 合作设计，但 Trainium1 在训练方面表现不

佳，Trainium2 芯片与 Marvell 合作，计算性能与能耗大幅提升，项目取得显著进展。

Marvell 与 AIChip 在亚马逊 Trainium3 项目中竞争激烈，主要聚焦在后端设计与先进封

装产能，据 Marvell FY26Q1 财报表示，Marvell 已锁定 3nm 晶圆与先进封装产能，与客
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户合作进展顺利并继续开发下一代产品。 

图12：全球各家云厂商 ASIC 芯片及合作厂商梳理 

 

数据来源：各公司官网，半导体行业观察，SemiAnalysis，东吴证券研究所 

芯原股份：SoC 设计能力体现在广泛的制程覆盖面以及高质量的客户群体上。在一

站式芯片定制服务方面，芯原拥有从先进5nm FinFET、22nm FD-SOI到传统250nmCMOS

制程的设计能力，所掌握的工艺可涵盖全球主要晶圆厂的主流工艺、特殊工艺等，已拥

有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经

验。同时，公司还提供芯片设计相关的全套软件解决方案。此外，为满足面向汽车应用

的定制芯片的特殊要求，芯原的芯片设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系

认证。公司还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的高

级驾驶辅助系统（ADAS）功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。芯

原一站式芯片定制服务的整体市场认可度不断提高，已开始占据有利地位，经营成果不

断优化，特别是当英特尔、博世、恩智浦、亚马逊、谷歌、微软等众多在其各自领域具

有较强的代表性和先进性的国内外知名企业成为芯原客户并且形成具有较强示范效应

的服务成果后，公司在品牌方面的竞争能力进一步增强。 

翱捷科技：SoC 设计能力体现在平台化优势与可复用经验等方面。作为一家 SoC 

芯片平台公司，公司积累了大量自有芯片产品的设计和流片经验。这种平台化的能力和

经验可以高效复用于 ASIC 定制服务中，不仅能为客户显著缩短研发周期、提升开发效

率，更能确保项目的成功率。公司拥有丰富的 SoC 项目经验，擅长处理高复杂度的芯

片设计与验证工作。 
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2.   市场空间：23-28 年 CAGR 53%至 554 亿美元，博通、Marvell

指引均高增 

关于 ASIC 市场空间测算，博通与 Marvell 均给出指引，综合两者来看，博通指引

为三家大客户所建数据中心总规模在 27 年将达 600-900 亿美元与 Marvell 对数据中心业

务规模预测到 28 年为 940 亿美元类似。 

博通：三家大客户所含市场规模 27 年将达 600-900 亿美元。据博通在 FY24Q4 业

绩会指引，三家超大规模客户已制定多代 AI XPU 计划，每个客户都将部署百万卡集群，

预计 XPU 与网络市场总量将达到 600-900 亿美元。 

Marvell：2028 年数据中心业务总规模预计 940 亿美元，ASIC 市场规模上调至 554

亿美元。据 Marvell 预测，到 2028 年，全球各互联网厂数据中心资本开支将超 1 万亿美

元，其中加速算力有关总规模将达 3490 亿美元，XPU 与 XPU 附件合计投资为 2210 亿

美元，随着 AI 对计算需求的持续增长，ASIC 在芯片总投资中占比将达 25%，因此预计

2028 年数据中心 ASIC 市场规模将从之前的 429 亿美元上调至 554 亿美元，其中定制

XPU 业务规模 408 亿美元，23-28 年 CAGR 为 47%，XPU 附件规模（包括 NIC、电源

管理 IC、HBM 控制器、IO 协处理器、安全模块等）146 亿美元，23-28 年 CAGR 达 90%。

数据中心业务（包含定制加速器、交换机、互连、存储）市场规模方面，预计到 2028 年

数据中心 TAM 将达 940 亿美元，23-28 年 CAGR 达 35%，包含 ASIC、交换机、互连、

存储四部分。 

图13：定制芯片市场规模预测 

 

数据来源：Marvell，东吴证券研究所 
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图14：数据中心市场规模预测 

 

数据来源：Marvell，东吴证券研究所 

 

3.   定制业务景气度高涨，博通、Marvell 业绩持续兑现 

我们拆分博通、Marvell 营收，发现 ASIC 景气度持续，头部两家公司定制业务保持

高速增长。毛利率方面，博通、Marvell 由于自研 XPU IP 聚焦 AI 加速器，毛利率高于

其他厂商。具体观点如下： 

1）AI ASIC 持续高增。博通 FY25Q2 AI 业务收入超 44 亿美元，同比增长 46%，且

定制 AI 加速器同比实现增长两位数，预计下季营收依旧保持同比高增长；Marvell 

FY26Q1 数据中心业务营收 14.41 亿元，占总营收约 76%，同比增长 76%，主要要系 AI

定制芯片的大规模出货。 

2）博通、Marvell 代表 AI ASIC 放量稳态毛利率水平，国产逐步入局 AI ASIC，未

来毛利率提升空间广阔。芯原股份一站式定制业务毛利率在 15%左右，翱捷科技定制业

务毛利率在 40%左右，AIChip 定制业务毛利率环比呈下降趋势至 20%左右，GUC 定制

业务毛利率约 32%，而博通、Marvell 含 XPU 业务毛利率约 60%，主要是博通与 Marvell 

XPU IP 覆盖较全且多为自研，聚焦 AI 加速器，技术实力强劲，同时其他高毛利产品对

业务毛利率有所拉升，而 AIChip、GUC 等厂商在竞争中存在价格优势，可能通过牺牲

毛利的方式获取客户项目，芯原股份定制芯片业务下游场景覆盖广泛，产品结构导致整

体业务毛利率较低，随着国内厂商逐渐布局 AI ASIC，未来毛利率有望迎来提升。 
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3.1.   博通：定制芯片业务环比持续保持强劲增长，ASIC 未来空间可观 

FY25Q2 博通营收分业务来看，1）半导体部门：营收 84 亿美元，占总营收 56%，

其中 AI 业务收入超 44 亿美元，同比增长 46%，占该部门业务收入超 50%。定制 AI 加

速器同比实现增长两位数，非 AI 业务收入 40 亿美元；2）基础设施软件：营收 66 亿美

元。定制业务需求旺盛，向超大规模数据中心的网络解决方案出货量强劲，博通 AI 业

务收入连续九个季度环比保持增长势头，据博通 FY25Q2 财报，公司目前支持 3 个大客

户与 4 个潜在客户，在定制芯片部署中均取得显著进展，同时预计三家超大规模客户将

在 2027 年各自部署 100 万个 AI 加速器集群，到 2027 年 SAM 将达到 600-900 亿美元。 

图15：博通营收拆分情况 

 

数据来源：博通官网，东吴证券研究所 

 

3.2.   Marvell：数据中心业务同比高增，未来定制业务营收占比将达 50% 

Marvell 数据中心业务包含定制芯片及其附件，FY25 数据中心业务营收 41.7 亿美

元，占总营收约 72%，公司定制芯片于 FY25Q4 开始大规模出货，FY25Q4 定制业务营

收占比约 25%，未来占比将提升至 50%。 

Marvell 定制芯片业务快速实现大规模量产，已提前锁定大客户产能并开发下一代

产品。FY26Q1 Marvell数据中心业务营收14.41亿元，占总营收约 76%，同比增长 76%，

系定制 AI 芯片快速实现大规模量产及面向 AI 和云应用的光电产品出货量持续增长，

公司数据中心业务同比持续保持高速增长，据 Marvell FY26Q1 财报显示，公司独供北

美大型 CSP，锁定 3nm 晶圆与先进封装产能，预计 2026 年投产，同时正与客户开发下

一代 XPU 产品。另外公司与英伟达合作，将 NVLink 技术融入自身定制平台，将进一步

拓展公司定制芯片能力。 
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图16：Marvell 营收拆分情况 

 

数据来源：Marvell 官网，东吴证券研究所 

 

3.3.   毛利率方面：博通、Marvell 部门毛利率显著高于其他定制厂商 

博通、Marvell 含定制芯片业务部门毛利率约 60%。博通整体毛利率在 75%左右，

半导体部门毛利率在 67%左右，定制芯片业务毛利率低于整体毛利率水平，Marvell 整

体毛利率在 60%左右，且环比呈现下降趋势，主要系定制芯片大规模出货，产品结构发

生变化，拉低整体毛利率。 
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图17：博通、Marvell CY23Q4-25Q2 季度毛利率对比 

 

数据来源：彭博，东吴证券研究所 

AIChip 与 GUC 定制芯片业务毛利率约 20%-30%。AIChip 是全球第一纯 ASIC 服

务提供商，公司超过 90%的收入直接来自高性能计算与人工智能应用，7nm 及以下制程

2024 年营收占比 96%，主要大客户为北美云厂商， 2024 年整体毛利率 20%，同比下降

2pcts。GUC定制服务AI领域占比在 15%左右，2024年整体毛利率 32%，同比增长 2pcts。

AIChip、GUC 定制业务与博通、Marvell 相比具备价格优势，因此博通、Marvell 定制业

务毛利率水平会更高。 

各服务商定制芯片业务毛利率或承压。一方面定制 AI 加速器主要由北美四大云厂

商谷歌、微软、Meta、亚马逊主导，而 ASIC 服务商包括博通、Marvell、AIChip、GUC、

联发科等，市场竞争逐渐激烈，定制业务价格承压；另外，大型云厂商议价能力更强，

偏向压低定制芯片价格。 

图18：AIChip 与 GUC 2019-2024 年毛利率情况 

 

数据来源：彭博，东吴证券研究所 

国产 ASIC 厂商定制业务毛利率较低，受当前下游场景的影响。翱捷科技一站式定

制服务毛利率维持在 30-40%，公司服务面对的主要客户包括人工智能算法企业、互联
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网企业、大数据企业、工业控制类企业等。芯原股份整体毛利率维持在 40%以上，IP 授

权业务毛利率在 90%以上，一站式定制芯片业务在 15-25%，公司定制芯片业务毛利率

取决于下游客户情况，公司定制业务的客户合作类型较多，且应用领域广泛，包含传感

器控制芯片、显示芯片、模拟芯片等，整体毛利率与产品结构有关，因此较海外龙头定

制业务毛利率有一定差距。随着国内厂商逐渐布局 AI ASIC，定制业务毛利率水平将有

望大幅增长。 

图19：翱捷科技分业务毛利率情况  图20：芯原股份整体毛利率及分业务毛利率 

 

 

 

数据来源：公司公告，东吴证券研究所  数据来源：公司公告，东吴证券研究所 

 

4.   风险提示 

大厂 CapEx 投入不及预期。无论是 GPGPU 还是大厂自研的 ASIC 芯片，都需要

CapEx 投入的支持。若 AI 卡的应用需求不及预期引发大厂 CapEx 投入放缓，或影响

ASIC 进展。 

技术发展不及预期。目前 ASIC 芯片算力性能、显存带宽与 GPU 仍有较大差距，或

限制市场中 ASIC 芯片的应用范围。 

客户需求不及预期。ASIC 下游主要客户厂商较为集中，单一客户需求变动对公司

营收影响较大，若下游客户后期投资减少或增长缓慢，将影响芯片研发与产出进度。 
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